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Opis wynalazku

Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania laminatu z dzianin i pianki polietylenowe;j,
0 podwyzszonej wytrzymatosci na rozrywanie.

Nowoczesne wyroby odziezowe wymagaja stosowania innowacyjnych materiatéw o ztozonych
wtasciwosciach, takich jak przyktadowo ztoZzonych wiasciwo$ciach dzianiny i pianki. Wytwarzanie takich
laminatéw w obecnie dostepnych technologiach napotyka jednak na trudnosci wynikajace z tego, ze
trudno jest skutecznie potaczy¢ dzianine z pianka tak, aby nie dochodzito do ich rozwarstwiania.

Ogolnie rzecz biorac, laminaty wytwarza sie poprzez potaczenie co najmniej dwoch warstw ma-
teriatdbw o réznych wiasciwosciach mechanicznych, fizycznych czy technologicznych. Laminaty ze
wzgledu na konstrukcje warstwowa charakteryzuja sie anizotropowoscia, co przejawia sie dobra wy-
trzymatoscia mechaniczng laminatu w kierunku rownolegtym do warstw i znacznie gorsza wytrzymato-
§cia mechaniczna laminatu w kierunku prostopadtym do warstw.

Znane sa techniki wytwarzania laminatow w ktorych poszczegdlne warstwy laminatu taczy sie za
pomoca warstwy kleju ktory nanosi sie na odpowiednio oczyszczona powierzchnie wybranej warstwy,
ktéra nastepnie taczy sie z warstwa innego materiatu.

Doktadne oczyszczenie powierzchni przed klejeniem jest jednym z istotnych etapow procesu wy-
twarzania laminatow majacych wptyw na site uzyskanego ztacza klejonego, a tym samym jakos¢ wy-
twarzanego laminatu okreslajaca wytrzymato$¢ ztacza klejowego laminatu do rozwarstwiania sie na
etapie jego uzytkowania. W zwigzku z tym, etapy obrdbki powierzchni podtoza przed naniesieniem kleju
typowo obejmuja mechaniczne usuniecie cienkiej warstwy materiatu i/lub oczyszczenie podioza za po-
moca rozpuszczalnikow — ktérych sktad dobiera sie w zaleznosci od budowy chemicznej oczyszczanej
warstwy materiatu badz wymagan dotyczacych usuwanych zanieczyszczen.

Metody mechanicznego czy termicznego (metoda ptomieniowa) oczyszczania podioza pomimo,
iz umozliwiaja odpowiednie przygotowanie klejonej powierzchni, moga by¢ stosowane jedynie dla nie-
ktorych materiatdéw — o okreslonym stopniu twardosci lub zdolnosci do wytwarzania na powierzchni nad-
tapianej ptomieniem spalanej mieszanki gazowo-powietrznej, warstwy ciektego i lepkiego poliuretanu;
nadtopiona warstwa w tej metodzie styka sie z warstwa materiatu wierzchniego stanowiac zaréwno
warstwe laminatu jak i spoiwo.

Metody laminacji ptomieniowej nie mozna stosowac¢ dla laminatow wytwarzanych z pianek poli-
propylenowych, ze wzgledu na brak mozliwosci wytworzenia na jej powierzchni warstwy klejacej pod-
czas oddziatywania na nig utleniajacym ptomieniem spalanej mieszanki gazowo-powietrznej. Metoda
laminacji ptomieniowej jest szkodliwa dla srodowiska; w trakcie tego procesu wydzielane sa substancje
zawierajace substancje szkodliwe dla Srodowiska i organizmu cztowieka, takie jak: amoniak, cyjanowo-
dor, formaldehyd, izocyjaniany, tlenek wegla, tlenek siarki, tlenek azotu. Laminaty wytwarzane z dzianin
wytwarzane sg zazwyczaj metodg hot-melt taczaca w ramach jednej techniki technologie klejenia taczo-
nych tekstyliow z jednoczesna obrdébka termiczna klejonych warstw. Laminaty zbudowane z polimeréw
wtoknotwdrczych, w szczegdlnosci z dzianin, charakteryzuja sie niska wytrzymatoscia potaczenh klejo-
wych na oddzieranie. Gtéwna ich przyczyna jest wiochato$¢ powierzchni dzianin, nieréwnomierna i nie-
jednolita powierzchnia. Klej nanoszony na tak uksztattowana strukture osiada w pierwszej kolejnosci na
wtochatej warstwie dzianiny, co jest przede wszystkim przyczyna niskiej wytrzymatosci potaczeh war-
stwowych dzianin czy dzianin z piankami. Druga jest nierownomierno$¢ powierzchni, ktéra obniza efek-
tywne pole potaczen taczonych warstw laminatu.

Celowym bytoby opracowanie sposobu wytwarzania laminatow z dzianin, ktory umozliwitby wy-
tworzenie laminatu zawierajacego zewnetrzne warstwy dzianiny przedzielone warstwa posrednia
z pianki polietylenowej, ktory umozliwitby wytworzenie laminatu o dobrej charakterystyce wytrzymato-
Sciowej, a w szczegolnosci niskiej tendencji takiego laminatu do rozwarstwiania sie.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania laminatu z dzianin wiskozowych lub poliestro-
wych stanowiacych warstwy zewnetrzne laminatu i pianki polietylenowej stanowigcej warstwe we-
wnetrzna laminatu, w ktérym na strone dzianin przeznaczona jako strone wewnetrzna laminatu nanosi
sie klej i taczy sie warstwy zewnetrzne z dzianiny z warstwa wewnetrzng z pianki polietylenowej za
pomocg walcow dociskowych. Sposdb charakteryzuje sie tym, ze klej nanosi sie na dzianiny poddane
od strony, na ktorag nanosi sie klej, uprzedniej obrobce plazma atmosferyczna, przy czym dla dzianiny
wiskozowej utrzymuje sie moc wytadowan w zakresie od 1200 do 2600 W/m?min a dla dzianiny polie-
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strowej utrzymuje sie moc wytadowan w zakresie od 400 do 1300 W/m?min, a ponadto warstwe we-
wnetrzng z pianki polietylenowej poddaje sie przed sklejeniem dwustronnej obrobce plazma atmosfe-
rycznag utrzymujac moc wytadowan w zakresie od 600 do 1000 W/m?min.

Sposéb wedtug wynalazku umozliwia wytwarzanie laminatoéw z dzianin poliestrowych lub wisko-
zowych stanowigcych warstwe zewnetrzna przedzielona warstwa wewnetrzng z pianki polietylenowej,
ktére charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na rozerwanie.

Przedmiot wynalazku zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym
Fig. 1 przedstawia schemat blokowy sposobu wytwarzania laminatéw z dzianin wedtug wynalazku,
a Fig. 2 przedstawia schematycznie kolejnos¢ laminowania poszczegdlnych warstw ze soba.

Proces wedtug wynalazku obejmuje zasadniczo trzy gtéwne tory przygotowania poszczegdinych
warstw laminatu, w ktorych kazda warstwe poddaje sie obrobce plazma atmosferyczng, celem odpo-
wiedniego przygotowania jej powierzchni do procesu klejenia.

W pierwszym torze przygotowuje sie pierwsza zewnetrzng warstwe dzianiny 10, poprzez jej po-
czatkowe pranie i barwienie w etapie 11, zgodnie ze znanymi technologiami. Stosowa¢ mozna przykia-
dowo dzianiny poliestrowe lub wiskozowe.

Nastepnie podaje sie jedna strone dzianiny, przeznaczong do potaczenia z pianka 20, modyfikacji
plazma atmosferyczng w etapie 12.

W kolejnym etapie 13 dzianine stabilizuje sie na stabilizatorze, zgodnie ze znanymi technolo-
giami.

Nastepnie w etapie 14 na zmodyfikowang plazma atmosferyczng strone dzianiny, technika hot-
melt nanosi sie punktowo klej odpowiedni do taczenia materiatu dzianiny 10 z piankg stanowigca war-
stwe srodkowa 20.

W drugim torze przygotowuje sie warstwe srodkowa 20 z pianki polietylenowej. Pianke 20 pod-
daje sie obustronnej obrébce plazma atmosferyczng w etapie 21.

W trzecim torze przygotowuje sie druga zewnetrzng warstwe dzianiny 30, poprzez jej poczatkowe
pranie i bielenie w etapie 31, zgodnie ze znanymi technologiami. Stosowa¢ mozna przyktadowo dzianiny
poliestrowe lub wiskozowe. Druga zewnetrzna warstwa dzianiny 30 moze mie¢ takie same |ub inne
parametry co pierwsza zewnetrzna warstwa dzianiny 10.

Nastepnie podaje sie jedna strone dzianiny, przeznaczong do potaczenia z pianka 20, modyfikacji
plazma atmosferyczna w etapie 32.

W kolejnym etapie 33 dzianine stabilizuje sie na stabilizatorze, zgodnie ze znanymi technolo-
giami.

Nastepnie w etapie 34 na zmodyfikowana plazma atmosferyczna strone dzianiny, technika hot-
melt nanosi sie punktowo klej odpowiedni do taczenia materiatu dzianiny 30 z piankg stanowigca war-
stwe srodkowa 20.

W etapie 22 taczy sie pierwsza strone pierwszej warstwy dzianiny 10 z pierwsza strong pianki 20,
a nastepnie do tak uzyskanego dwuwarstwowego laminatu w etapie 23 dotacza sie pierwszg strone
drugiej dzianiny 30. W efekcie uzyskuje sie 3-warstwowy laminat 50. taczenie mozna przeprowadzac
za pomoca walcow dociskowych, pomiedzy ktore podaje sie warstwy do ztaczenia zapewniajac, w wy-
niku docisku walcow, potaczenie tych warstw za pomoca uprzednio naniesionego na warstwy dzianin
10, 30 kleju.

Nastepnie w etapie 24 wytworzony laminat nawija sie na bele oraz odstawia sie na czas nie-
zbedny do catkowitego utwardzenia kleju oraz uzyskania petnych wtasciwosci wytrzymato$ciowych wy-
tworzonego laminatu.

W rozwigzaniu wedtug wynalazku dobrano odpowiednio parametry obrébki plazma atmosfe-
ryczna dzianiny w etapach 12, 32 oraz pianki w etapie 21. Stanowisko obrobki plazma atmosferyczna
wyposazone jest w komore, w ktorej zamontowany jest walec transportowy do transportu pasa materiatu
(dzianiny lub pianki) w sposob ciagty przez komore, oraz glowice lasera do generowania plazmy nisko-
temperaturowej w kierunku strony spodniej dzianiny. Gtowica uktadu do generowania wytadowan pla-
zmowych wraz z walcem transportowym stanowig tacznie elektrody umozliwiajace generacje wytado-
wan plazmowych w przestrzeni miedzyelektrodowej. Mozliwy jest rowniez uktad, w ktérym stosuje sie
elektrode ceramiczna pod gtowica, bez walca transportowego. Zatem w prowadzonym procesie obra-
biany plazma atmosferyczng pas dzianiny lub pianki znajduje sie w bezposrednim kontakcie z elektroda
stanowiaca wat transportowy i jest skierowany obrabiana powierzchnia w kierunku gtowicy do genero-
wania plazmy niskotemperaturowe;.
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Proces obrébki plazma atmosferyczna dzianiny w etapach 12, 32 prowadzi sie utrzymujac moc
wytadowan:

- dladzianiny wiskozowej: od 1200 do 2600 W/m?min, korzystnie 2400 W/m?min (jednostka okre-
$la moc wytadowan w stosunku do powierzchni i czasu oddziatywania);

- dla dzianiny poliestrowej: od 400 do 1300 W/m?min, korzystnie 1200 W/m?min (jednostka okre-
$la moc wytadowan w stosunku do powierzchni i czasu oddziatywania).

Proces obrébki plazma atmosferyczna pianki w etapie 21 prowadzi sie utrzymujac moc wytado-
wan od 600 do 1000 W/m?min, korzystnie 800 W/m?min (jednostka okresla moc wytadowan w stosunku
do powierzchni i czasu oddziatywania).

Obrobka plazma atmosferyczng pianki polietylenowej umozliwia wzbudzenie czastek znajduja-
cych sie w przestrzeni miedzy elektrodowe]j z wytworzeniem wolnych rodnikéw, ktére w wyniku kontaktu
z obrabianym materiatem zapewniaja aktywacje jego powierzchni, polegajacej na zwiekszeniu swobod-
nej energii powierzchni wywotanej wzrostem koncentracji rodnikowych centrow aktywnych oraz grup
funkcyjnych zawierajacych w strukturze atom tlenu.

Obrobke plazma atmosferyczna prowadzi sie w kroku 21 w atmosferze sterylnej mieszaniny ga-
zowej zawierajacej azot — jako gaz obojetny oraz tlen — jako gaz aktywny w stosunku objetosciowym
N2:020d7,5:2,5do 8,5 : 1,5, korzystnie 8 : 2, uzyskanej ze zmieszania ze soba gazow technicznych.
Zastosowanie w procesie modyfikacji powierzchniowej dzianin i pianki plazma atmosferyczna korzystnej
mocy wytadowan aplikowanej na powierzchnie obrabianego materiatu oraz odpowiedniego czasu od-
dziatywania wytadowan, jak podano powyzej, w istotnym stopniu zwiekszato poziom zwilzalnosci dzia-
niny i pianki, a wynikowo adhezje powierzchniowa obrabianego materiatu (ponad dwukrotny wzrost wy-
trzymatosci ztacza klejowego na oddzieranie, potwierdzony wynikami badan laboratoryjnych).

Przyktad 1

Wytworzono laminat z dwdch warstw zewnetrznych z dzianiny wiskozowej i warstwy wewnetrznej
z pianki polietylenowej. Dzianiny zewnetrzne poddano jednostronnej obrobce plazma atmosferyczna
utrzymujac moc wytadowan rowng 2400 W/m?2min, a pianke polietylenowa poddano obustronnej ob-
robce plazma atmosferyczna utrzymujac moc wytadowan réwna 800 W/m?2min.

Przyktad 2

Wytworzono laminat z dwdch warstw zewnetrznych z dzianiny poliestrowej i warstwy wewnetrznej
z pianki polietylenowej. Dzianiny zewnetrzne poddano jednostronnej obrobce plazmg atmosferyczna
utrzymujac moc wytadowan roéwng 1200 W/m?min, a pianke polietylenowa poddano obustronnej ob-
robce plazma atmosferyczna utrzymujac moc wytadowan réwna 800 W/m?2min.

Przyktad 3

Wytworzono laminat z jednej warstwy zewnetrznej z dzianiny wiskozowej, drugiej warstwy ze-
wnetrznej z dzianiny poliestrowej i warstwy wewnetrznej z pianki polietylenowej. Dzianine wiskozowa
poddano o jednostronnej obrobce plazmg atmosferyczng utrzymujac moc wytadowan réwna
2400 W/m?2min, dzianine poliestrowa poddano jednostronnej obrobce plazma atmosferycznag utrzymujac
moc wytadowan rowng 1200 W/m?2min, a pianke polietylenowag poddano obustronnej obrobce plazma
atmosferyczna utrzymujac moc wytadowan réwna 800 W/m?2min.

We wszystkich przypadkach zaobserwowano lepsza przyczepnosé warstwy srodkowej do warstw
zewnetrznych po naniesieniu na dzianiny kleju i ztaczeniu poszczegdlnych warstw przez docisk, w po-
rébwnaniu z dzianinami wytworzonymi w analogicznym procesie, z pominieciem obrdbki plazma atmos-
feryczna.

Zastrzezenie patentowe

1. Sposob wytwarzania laminatu z dzianin wiskozowych lub poliestrowych, stanowigcych war-
stwy zewnetrzne laminatu i pianki polietylenowe]j stanowiacej warstwe wewnetrzna laminatu,
w ktérym na strone dzianin przeznaczona jako strone wewnetrzng laminatu nanosi sie klej
i taczy sie warstwy zewnetrzne z dzianiny z warstwg wewnetrzna z pianki polietylenowej za
pomocag walcow dociskowych, znamienny tym, ze klej nanosi sie na dzianiny poddane od



strony, na ktora nanosi sie klej, uprzedniej obrobce plazma atmosferyczna, przy czym dla
dzianiny wiskozowej utrzymuje sie moc wytadowan w zakresie od 1200 do 2600 W/m?min
utrzymuje sie moc wytadowan w zakresie od 400 do
1300 W/m?2min, a ponadto warstwe wewnetrzng z pianki polietylenowej poddaje sie przed
sklejeniem dwustronnej obrébce plazma atmosferycznag utrzymujac moc wytadowan w zakre-

adla dzianiny poliestrowe;

sie od 600 do 1000 W/m?2min.
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